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１．概要（Summary） 

本検討では、セラミックス基板へのパターンめっきにつ

いて検討を行った。 

今回、パターンめっきを行うためのレジストパターン形

成について、共同研究開発センターの機器を利用し、検

討を行い、レジストパターン形成後の膜厚及び開口幅の

評価についても実施した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

①スピンコーター 

②マスクアライナ 

③レーザーマイクロスコープ 

【実験方法】 

表側：平面構造、裏面：配線パターン構造が形成され

たセラミックス基板の表面（平面）に電解めっきを行うため

のレジストパターン形成について、検討を行った。 

以下に加工フローを示す。 

①めっき加工を行う表面側にスパッタ膜をセラミックス基

板の全面に製膜した。スパッタ膜は Cu膜とした。 

②両面にレジスト塗布を行った。裏面のレジスト塗布は、

配線パターンを保護するためのものである。 

③表面のレジスト膜の露光・現像を実施した。 

④レジストパターン形成後の膜厚及び開口幅の測長を

実施した。 

以下に加工条件の一例を示す。 

・レジスト塗布 装置：スピンコーター、 

レジスト：AZ P4903 

・ベーキング 装置：ホットプレート 110℃、6分 

・露光 置：マスクアライナ 露光量 800mJ/cm2 

・現像 像液 AZ 400K (5倍希釈) 

・膜厚/開口幅測定 レーザーマイクロスコープ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

①膜厚・開口幅 

膜厚・開口幅の測定結果を Table1に示す。膜厚・開口

幅いずれも目標値であることを確認した。 

Table1 Thickness and width of photoresist  

 目標値 測定値 

膜厚 10μm 9.5μm 

開口幅 350±50μm 362μm 

②アライメント精度 

 裏面側配線パターンを使用し、目合わせにて、露光時

のアライメントを行ったが、目標の位置精度に対し、数百

μmの位置ずれを確認した。 

 今後の課題として、アライメント精度の向上について、検

討を行う必要がある。具体的には、本検討で行った加工を

行う前に裏面側配線パターンと位置合わせできるアライメ

ントマークを表面に形成する方法を検討していく。 
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